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hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Meinel, Dr. Gottschalk und Knoll

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschlul}

der Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 13. November 2000 mit der MalRgabe aufgehoben,
dass das Patent gemal Hilfsantrag 1 mit folgenden Unterla-
gen beschrankt aufrechterhalten wird:
Anspriche 1 bis 4, Beschreibungsseiten 1 bis 9 einschliel3-
lich Beschreibungsseite 2a, ein Blatt Zeichnung, Figur 3, die-
se Unterlagen Ubergeben in der mundlichen Verhandlung,
und ein Blatt Zeichnung, Figuren 1 und 2, gemal} Patent-
schrift.

2. Im ubrigen wird die Beschwerde zurtuckgewiesen.

Grinde

Auf die am 27. September 1995 eingegangene Patentanmeldung hat die Pri-
fungsstelle fur Klasse H 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts das nach-
gesuchte Patent 195 35 989 (Streitpatent) erteilt, das ein "Chipmodul" betrifft. Die
am 17. Juli 1997 veroffentlichte Patentschrift, auf die Bezug genommen wird, ent-
halt 4 Patentanspriche. In der Beschreibung sind in der Zeichnung, Figuren 2

bis 4, dargestellte Ausfihrungsformen des beanspruchten Chipmoduls zum Ein-



bau in einem Kartengrundkoérper einer Chipkarte mittels eines beheizten Hohl-

stempels geschildert, anhand deren die Erfindung naher erlautert wird.

Nach Prufung eines flr zulassig erklarten Einspruchs hat die Patentabteilung 33
des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit Beschlull vom

13. November 2000 in vollem Umfang aufrechterhalten.

In den BeschluRgriinden ist ausgeflhrt, dass die Gegenstande der erteilten ne-
bengeordneten Patentanspriche 1 und 4 gegenuber dem Stand der Technik nach

den von der Einsprechenden entgegengehaltenen Druckschriften

E1) US-Patentschrift 4 625 102

E2) US-Patentschrift 5 147 982

E3) US-Patentschrift 5 057 460 und

E4) deutsche Offenlegungsschrift 44 43 767 als altere Anmeldung

neu seien und gegenuber dem vorverdffentlichten Stand der Technik nach den

Druckschriften E1 bis E3 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

In der mundlichen Verhandlung hat die Einsprechende geltend gemacht, dass die
Gegenstande der nebengeordneten Anspruche 1 und 4 weder in der erteilten Fas-
sung (Hauptantrag) noch in den hilfsweise verteidigten Fassungen patentfahig
seien. Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 4
durch die altere Patentanmeldung E4 neuheitsschadlich getroffen sei. Der Gegen-
stand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsantragen 1 und 2 sei nicht er-
finderisch gegenuber dem Stand der Technik nach Druckschrift E1 und der Ge-
genstand des Patentanspruchs 4 nach Hilfsantragen 1 und 2 sei nicht erfinderisch
im Hinblick auf den Stand der Technik nach der Druckschrift E2 und dem erstmals

im Beschwerdeverfahren genannten Fachbuch



ES) W. Rankl, W. Effing: "Handbuch der Chipkarten", Carl Hanser Verlag
Munchen, Wien, 1995.

Zu letzterem hat die Einsprechende eine Kopie des Bucheinbandes vorgelegt, auf
der ein Kontaktlayout — entsprechend dem Philips-Modul einer beigefugten firmen-
internen Zusammenstellung — abgebildet ist, sowie eine Bestatigung des Verlags,

wonach dieses Buch am 18. Januar 1995 vom Verlag ausgeliefert worden sei.

Die Einsprechende und Beschwerdefuhrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und das Patent in

vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen und das Patent aufrechtzu-
erhalten, hilfsweise das Patent gemaf den in der mindlichen
Verhandlung Ubergebenen Unterlagen beschrankt aufrecht-
zuerhalten, namlich gemaR Hilfsantrag 1, Anspruche 1 bis 4,
Beschreibungsseiten 1 bis 9 einschliel3lich Beschreibungs-
seiten 2a, 1 Blatt Zeichnung, Figur 3, und 1 Blatt Zeichnung,
Figuren 1 und 2, gemal} Patentschrift,

und gemal Hilfsantrag 2, Anspruche 1 bis 4, Beschreibungs-
seiten 1 bis 9 einschlieRlich Beschreibungsseite 2a, 1 Blatt
Zeichnung, Figur 3, und 1 Blatt Zeichnung, Figuren 1 und 2,
gemal Patentschrift.

Sie halt die Gegenstande des Streitpatents nach Hauptantrag und Hilfsantragen 1
und 2 fur patentfahig und tritt den Ausfliihrungen der Einsprechenden in allen we-

sentlichen Punkten entgegen.



Die erteilten nebengeordneten Patentanspriche 1 und 4 (Hauptantrag) haben fol-

genden Wortlaut:

"1. Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkorper (7) einer

Chipkarte, bestehend aus

- einem flexiblen Tragerband (2),

- einseitig auf dem Tragerband (2) aufgebrachten flachigen
Metallkontakten (10),

- mindestens einem auf der den Kontakten gegenuberlie-
genden Seiten des Tragerbandes (2) aufgebrachten elek-
tronischen Bauelement (3), das elektrisch mit den Kontak-
ten verbunden ist, und

- einer vorgegebenen Flache auf dem Tragerband (2), uber
die das Chipmodul mit dem Kartengrundkorper (7) ver-
bindbar ist,

wobei zwischen dem elektronischen Bauelement (3) und der

auf dem Tragerband (2) vorhandenen Klebstoffschicht (8)

eine Warmeisolierschicht (9) vorhanden ist.

4. Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkorper (7) einer

Chipkarte, bestehend aus

- einem flexiblen Tragerband (2),

- einseitig auf dem Tragerband (2) aufgebrachten flachigen
Metallkontakten (10),

- mindestens einem auf der den Kontakten gegenlberlie-
genden Seite des Tragerbandes (2) aufgebrachten elek-
tronischen Bauelement (3), das elektrisch mit den Kontak-
ten verbunden ist, und

- einer vorgegebenen Flache auf dem Tragerband (2), uber
die das Chipmodul mit dem Kartengrundkdrper (7) ver-
bindbar ist,



wobei innerhalb der Flache der Metallkontakte (10) Ausspa-
rungen (11) vorgesehen sind, die den Warmeflul} eines ring-
formig im Aullenbereich der Metallkontakte (10) aufsetzen-
den Hohlstempels (1) in Richtung auf das zentral montierte

elektronische Bauelement (3) unterbinden."

Die Patentanspriche 1 bis 4 nach Hilfsantrag 1 lauten (nach Berichtigung des of-
fensichtlich versehentlich verkirzt wiedergegebenen "wobei"- Satzes des An-

spruchs 1 entsprechend dem unveranderten Wortlaut der erteilten Fassung):

"1. Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkorper (7) einer
Chipkarte mittels eines beheizten Hohlstempels, bestehend
aus
- einem flexiblen Tragerband (2),

- einseitig auf dem Tragerband (2) aufgebrachten flachigen
Metallkontakten (10),

- mindestens einem auf der den Kontakten gegenuberlie-
genden Seite des Tragerbandes (2) aufgebrachten elek-
tronischen Bauelement (3), das elektrisch mit den Kontak-
ten verbunden ist, und

- einer vorgegebenen Flache auf dem Tragerband (2), uber
die das Chipmodul mit dem Kartengrundkdrper (7) ver-
bindbar ist,

wobei zwischen dem elektronischen Bauelement (3) und der

auf dem Tragerband (2) vorhandenen Klebstoffschicht (8)

eine Warmeisolierschicht (9) vorhanden ist.

2. Chipmodul nach Anspruch 1, worin die Warmeisolier-
schicht (9) aus Polyimid besteht.



3. Chipmodul nach Anspruch 2, worin die Polyimidschicht eine

Starke von 10 um aufweist.

4. Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkoérper (7) einer

Chipkarte, bestehend aus

- einem flexiblen Tragerband (2),

- einseitig auf dem Tragerband (2) aufgebrachten flachigen
Metallkontakten (10),

- mindestens einem auf dem Tragerband (2) auf der den
Kontakten gegenuberliegenden Seite des Tragerban-
des (2) aufgebrachten elektronischen Bauelement (3), das
elektrisch mit den Kontakten verbunden ist, und

- einer vorgegebenen Flache auf dem Tragerband (2), tber
die das Chipmodul mit dem Kartengrundkorper (7) ver-
bindbar ist,

wobei innerhalb der Flache der Metallkontakte (10) Ausspa-

rungen (11) vorgesehen sind, die den Warmeflul} eines ring-

formig im Aullenbereich der Metallkontakte (10) aufsetzen-
den Hohlstempels (1) in Richtung auf das zentral montierte

elektronische Bauelement (3) unterbinden."

Die Patentanspriiche 1 bis 3 nach Hilfsantrag 2 entsprechen denjenigen nach
Hilfsantrag 1; der verteidigte Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 2 lautet:

Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkdrper (7) einer

Chipkarte, bestehend aus

- einem flexiblen Tragerband (2),

- einseitig auf dem Tragerband (2) aufgebrachten flachigen,
in zwei parallelen Reihen angeordneten Metallkontak-

ten (10), wobei eine der Kontaktflachen mit einer zwischen



den Kontaktreihen angeordneten Metallflache einstlickig
ausgebildet ist,

- mindestens einem auf dem Tragerband (2) auf der den
Kontakten gegenuberliegenden Seite des Tragerban-
des (2) aufgebrachten elektronischen Bauelement (3), das
elektrisch mit den Kontakten verbunden ist, und

- einer vorgegebenen Flache auf dem Tragerband (2), uber
die das Chipmodul mit dem Kartengrundkdrper (7) ver-
bindbar ist,

wobei innerhalb der Metallflache Aussparungen (11) vorge-

sehen sind, die den Warmeflul eines ringformig im Auflien-

bereich der Metallkontakte (10) aufsetzenden Hohlstem-
pels (1) in Richtung auf das zentral montierte elektronische

Bauelement (3) unterbinden."

Wegen des weiteren Sachvortrags der Verfahrensbeteiligten wird auf den Akten-

inhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden ist nur teilweise begrindet, denn

das Streitpatent hat in dem nach Hilfsantrag 1 verteidigten Umfang Bestand.

1) Die Erfindung geht nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Streit-
patentschrift Spalte 1 Absatz 1 bis Spalte 3 Absatz 3 bzw geltende Beschreibung
nach Hilfsantragen 1 und 2, Seite 1 Absatz 1 bis Seite 4 Absatz 2) von im Stand
der Technik hinlanglich bekannten Chipmodulen fur kontaktbehaftete Chipkarten
aus, die mittels der sog Hot-Melt-Klebetechnik in eine ausgefraste Ausnehmung
des Kartengrundkoérpers der Chipkarte eingebaut werden. Bei dem Hot-Melt-Mo-
duleinbauverfahren, bei dem das Chipmodul mittels eines beheizten Hohlstempels

mit relativ hoher Temperatur von beispielsweise 200°C unter Krafteinwirkung mit



entsprechender Zeitsteuerung mit dem Kartengrundkorper verklebt wird, wird nicht
nur die Klebstoffschicht erwarmt, die das Chipmodul mit dem Kartengrundkorper
verbindet, sondern auch das Chiptragerelement, der Halbleiterchip und die Ab-
deckmasse. Die Warmeeinleitung beim Einbau des Chipmoduls kann aufgrund der
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Chip, Abdeckmasse
und Chiptrager zu Delaminationen (Auftrennungen) zwischen Chip und Abdeck-

masse fuhren, die Funktionsausfalle des Chipmoduls zur Folge haben kann.

Der Erfindung liegt demgegenlber das technische Problem (die Aufgabe) zugrun-
de, ein Chipmodul fur den Einbau in Chipkarten bereitzustellen, bei dem eine
Delamination zwischen einer Abdeckmasse und einem elektronischen Bauelement
("Chip") mit daraus resultierendem Funktionsverlust des Chipmoduls bei einem
Verbindungsverfahren zwischen Chipmodul und Kartenkérper mittels eines be-

heizten Hohlstempels unterbunden wird (Beschreibung S 4 Abs 3).

Gelost wird dieses Problem durch Chipmodule mit den Merkmalen gemaR den
nebengeordneten Patentansprichen 1 und 4 nach Hauptantrag bzw Hilfsantra-

gen 1 und 2.

Denn insbesondere dadurch, dass bei der Losung gemal’ Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag und Hilfsantragen 1 und 2 — entsprechend dem letzten Anspruchs-
merkmal — zwischen dem elektronischen Bauelement und der auf dem Trager-
band vorhandenen Klebstoffschicht eine — zusatzliche — Warmeisolierschicht vor-
handen ist, wird eine Erhitzung des elektronischen Bauelementes und damit eine
Delamination in dem Kontaktbereich zwischen dem elektronischen Bauelement

und der Abdeckmasse unterbunden.

Bei der weiteren Losung gemafl Patentanspruch 4 nach Hauptantrag und Hilfsan-
tragen 1 und 2 wird insbesondere dadurch, dass innerhalb der Flache der Metall-
kontakte Aussparungen vorgesehen sind, der Warmeflul® eines ringférmig im

AulRenbereich der Metallkontakte aufsetzenden Hohlstempels in Richtung auf das
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zentral montierte elektronische Bauelement unterbunden, wie dies im letzten
Merkmalskomplex des jeweiligen Anspruchs 4 im einzelnen gelehrt wird. Diese
thermische Entkoppelung des elektronischen Bauelements beim Einbau des Chip-
moduls in den Kartengrundkdrper einer Chipkarte wird dadurch, dass das elektro-
nische Bauelement auf dem Tragerband auf dessen den Metallkontakten gegen-
uberliegenden Seite aufgebracht ist (Anspruch 4 gemald Hilfsantragen 1 und 2),

weiter verbessert.

2) Hauptantrag (erteilte Anspruchsfassung)

Nach standiger Rechtsprechung kann ein Patent nur so erteilt bzw aufrechterhal-
ten werden, wie es — gegebenenfalls hilfsweise — beantragt ist (GRUR 1979, 220,
221 - "B-Wollastonit"; BGH GRUR 1997, 120, 122 — "Elektrisches Speicherheizge-
rat" mwN). Bei einer Mehrzahl von weiterverfolgten Patentansprichen — wie hier —
ist Gegenstand des Antrags auf Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents
die Gesamtheit der eingereichten Patentanspriche, nicht der einzelne Patentan-
spruch. Im vorliegenden Fall konnte dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden,
weil jedenfalls der Gegenstand des erteilten nebengeordneten Anspruchs 4 nicht
patentfahig ist. Denn das Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkorper
einer Chipkarte gemal dem erteilten Anspruch 4 ist gegenuber dem Stand der
Technik nach der offengelegten alteren deutschen Patentanmeldung
P 44 43 767.6 (Anmeldetag: 8. Dezember 1994), vgl die zugehoérige Druckschrift
E4, nicht neu (PatG § 3 Abs 2 Satz 1 Nr 1).

Vom erteilten Patentanspruch 4, nach dessen Lehre das mindestens ein elektroni-
ches Bauelement (3) auf der den Metallkontakten (10) gegentberliegenden "Seite"
des flexiblen Tragerbandes (2) aufgebracht ist, wird entsprechend dem zur Aus-
legung heranzuziehenden diesbezuglichen Ausfuhrungsbeispiel gemaly Figur 3
der Streitpatentschrift ein Chipmodul mitumfaldt, bei dem das elektronische Bau-

element (3) — wie aus Figur 3 eindeutig hervorgeht — innerhalb einer Offnung des
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Tragerbandes (2) auf der Rickseite des zentralen Metallkontaktes (10) aufge-
bracht ist.

Ein solches, vom erteilten Patentanspruch 4 mitumfal3tes Chipmodul mit samtli-

chen Ubrigen Merkmalen ist Inhalt der alteren deutschen Patentanmeldung E4.

In der ein elektronisches Modul und einen Datentrager mit elektronischem Modul
betreffenden Druckschrift E4 ist ein Chipmodul (3) zum Einbau in einem Karten-
grundkorper (Datentrager 1) einer Chipkarte mittels einer Klebeschicht (17) unter
Einwirkung von Warme und Druck beschrieben, bei dem — gemal einer lediglich
beschriebenen Ausfihrungsvariante in Spalte 4 Zeilen 36 bis 39 — die flexibel aus-
gebildete Klebeschicht (17) zB durch ein Papiervlies, das mit thermoaktivierbarem
Kleber getrankt ist, realisiert ist, vgl die Figuren 1 bis 3 und 10 mit zugehoriger Be-
schreibung Spalte 2 Zeile 54 bis Spalte 4 Zeile 10 sowie die Anspruche 1 bis 3
und 10.

Da das in E4 beschriebene Chipmodul somit — entgegen den Ausflihrungen im an-
gefochtenen BeschluR (S 6 vorle Abs bis S7 Abs 1)— ein flexibles Trager-
band (Papiervlies) mit einseitig auf dem Tragerband aufgebrachten flachigen Me-
tallkontakten aufweist, auf deren Ruckseite — entsprechend dem Ausfuhrungsbei-
spiel gemal} Figur 3 des Streitpatents — ein elektronisches Bauelement (9) inner-
halb einer zentralen Offnung des Tragerbandes aufgebracht und elektrisch mit den
Kontakten (5) verbunden ist (Bonddrahte 11), und das Chipmodul (3) Uber die
vorgegebene Flache auf dem Tragerband (Klebeschicht 17 - Figuren 2 bzw 10)
mit dem Kartengrundkoérper (1) verbunden ist, sind die ersten vier Merkmale des

erteilten Anspruchs 4 erfillt.

Daruber hinaus sind bei dem in E4 beschriebenen Chipmodul — entsprechend
dem verbleibenden letzten gegenstandlichen Merkmal des erteilten Anspruchs 4 —

innerhalb der Flache der Metallkontakte (5) Aussparungen (Fenster 7) vorgese-
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hen, vgl dort insbesondere Figur 1 und 3 mit zugehdriger Beschreibung sowie An-

spruch 3.

Zwar dienen die Aussparungen (7) nach der dortigen Aufgabenstellung der me-
chanischen Entkopplung des den Chip (9) tragenden Zentralbereichs des Chipmo-
duls von dem der Verklebung des Moduls (3) mit der Chipkarte (1) dienenden
auleren Bereich des Moduls, vgl Spalte 1 Zeilen 54 bis 57 iVm Spalte 2 Zeilen 20
bis 24 und Spalte 3 Zeilen 27 bis 34. Jedoch unterbinden diese die Querschnitts-
flache in den Kontaktflachen verkleinernden Aussparungen (7) zwangslaufig auch
den Warmeflul3 in Richtung auf das zentral montierte elektronische Bauelement
beim Chipmodul-Einbau, wenn — wie dies in dem funktionellen Merkmal des An-
spruchs 4 zum Ausdruck kommt— die fur die thermoaktivierbare Klebverbin-
dung (17) erforderliche Warmeeinleitung mittels eines beheizten Hohlstempels er-

folgt.

Eine Wirkung, die sich bei einer bekannten Sache — wie hier — zwangslaufig von
selbst einstellt, kann die Neuheit des Sachpatentgegenstandes nicht begriinden
(vgl hierzu Busse, PatG, 5. Aufl, § 3 Rdnr 159, 160 mwRsprN). Entsprechendes
gilt fir eine unterschiedliche Aufgabenstellung bei einem an sich bekannten Sach-

patentgegenstand.

Das Chipmodul nach dem erteilten Anspruch 4 ist somit nicht patentfahig.

3) Hilfsantrag 1

A) Die verteidigten Patentanspriiche 1 bis 4 nach Hilfsantrag 1 sind zulassig.

Der nach Hilfsantrag 1 verteidigte Patentanspruch 1 ist gegenuber dem erteilten

Anspruch 1 lediglich hinsichtlich der Zweckangabe des beanspruchten Chipmo-

duls zum Einbau in einem Kartengrundkérper einer Chipkarte mittels eines beheiz-

ten Hohlstempels erganzt worden, die im Zusammenhang mit dem Ausfuhrungs-
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beispiel gemal Figur 2 in Spalte 5 Zeilen 36 bis 39 der Streitpatentschrift als zur
Erfindung gehorig beschrieben ist. Die geltenden Patentanspriche 2 und 3 sind
mit den entsprechenden erteilten Ansprichen 2 und 3 identisch. Der nach Hilfsan-
trag 1 verteidigte nebengeordnete Anspruch 4 ist gegentber dem erteilten An-
spruch 4 durch den durch Unterstreichung gekennzeichneten Zusatz im Merkmal

"mindestens einem auf dem Tragerband (2) auf der den Kontakten (10) gegen-

uberliegenden Seite des Tragerbandes (2) aufgebrachten elektronischen Bauele-
ment (3) ..." in zulassiger Weise auf die vom erteilten Patentanspruch 4 mitum-
falRte Ausflhrungsform beschrankt worden, bei der das elektronische Bauele-
ment (3) — insoweit entsprechend dem Modulaufbau gemald Figur 1 und 2 — auf
dem Tragerband (2) aufgebracht ist. Die vom erteilten Anspruch 4 mitumfalite
Ausfuhrungsform gemal Figur 3 des Streitpatents, bei der das elektronische Bau-
element (3) in einer Ausnehmung des Tragerbandes (2) auf der Rickseite des

Kontaktes (10) aufgebracht ist, ist hierdurch ausgenommen.

Die Zulassigkeit der Patentanspriche 1 bis 4 nach Hilfsantrag 1, an deren ur-
sprunglichen Offenbarung keine Zweifel bestehen, ist von der Einsprechenden im

ubrigen auch nicht in Frage gestellt worden.

B) Die Gegenstande der verteidigten nebengeordneten Anspriche 1 und 4 nach
Hilfsantrag 1 sind gegenuber dem von der Einsprechenden entgegengehaltenen
Stand der Technik unbestritten neu und ergeben sich fur den zustandigen Durch-
schnittsfachmann, einen mit dem Aufbau und dem Einbau von Chipmodulen in
Chipkarten befal3ten, berufserfahrenen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik
mit Fachhochschulabschluf3, nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik, soweit er vorveroffentlicht ist.

B1) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1

a) Die Neuheit des Chipmoduls gemals Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ergibt
sich schon daraus, dass weder die lediglich bei der Neuheitsprufung in Betracht zu
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ziehende altere Patentanmeldung E4 (PatG § 4 Satz 2) noch die eingangs ge-
nannten vorveroffentlichten Entgegenhaltungen E1 bis E3 und E5 ein Chipmodul
offenbaren, bei dem — entsprechend dem letzten Anspruchsmerkmal — zwischen
dem elektronischen Bauelement und der auf dem Tragerband vorhandenen Kleb-
stoffschicht eine — zusatzliche — Warmeisolierschicht vorhanden ist, vgl die nach-

folgenden Ausfuhrungen zur erfinderischen Tatigkeit.

b) Aus der von der Einsprechenden genannten US-Patentschrift 4 625 102
(= E1) ist — gemal der in der mindlichen Verhandlung geltend gemachten Ausflih-
rungsform gemafl Fig. 1 bis 5 - ein Chipmodul (20) zum Einbau in einem Karten-
grundkorper (12) einer Chipkarte (10) mittels eines beheizten Stempels (23, 25)
bekannt, das — im Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs 1 — beidseitig auf
dem flexiblen Tragerband (13) aufgebrachte, korrespondierende flachige Metall-
kontakte (metallic areas 11, conducting zones 14 corresponding to the areas 11)
aufweist, die Uber metallene Durchkontaktierungen (plated through holes 15) mit-
einander elektrisch verbunden sind, wobei das elektronische Bauelement (16) auf
dem rlckseitigen zentralen Metallkontakt (14) und nicht wie beim Streitpatentge-
genstand auf der den Frontkontakten (11) gegenuberliegenden Seite des Trager-
bandes aufgebracht ist, vgl dort Figuren 1 bis 5 mit dazugehdriger Beschreibung
Spalte 3 Zeile 5 bis Spalte 5 Zeile 55. Auch fehlt bei diesem bekannten Chipmodul
eine Warmeisolierschicht zwischen dem elektronischen Bauelement und dem Tra-

gerband, wie dies im letzten Merkmal des Anspruchs 1 gelehrt wird.

Eine Anregung, von diesem bekannten Chipmodulaufbau abzugehen und dabei
auf den ruckseitigen Metallkontakt, auf dem das elektronische Bauelement aufge-
bracht ist, zu verzichten und zwischen dem elektronischen Bauelement und einer
auf dem Tragerband vorhandenen Klebstoffschicht eine zusatzliche Warmeisolier-
schicht vorzusehen, ist der Druckschrift E1 nicht zu entnehmen, zumal dort das
dem Streitpatent zugrundeliegende Problem, namlich beim Chipmoduleinbau mit-
tels eines beheizten Hohlstempels den zu Delaminationen fihrenden Warmefluf}

zum zentral montierten elektronischen Bauelement zu unterbinden, nicht ange-
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sprochen ist und sich im Ubrigen auch nicht stellt. Vielmehr wird bei diesem Stand
der Technik — im Gegensatz zum Streitpatentgegenstand — das gesamte Chipmo-
dul mittels des Heizstempels (25) auf eine Temperatur von etwa 170°C gebracht,
um so den Einbau des aufgeheizten Chipmoduls in den lokal aufgeschmolzenen

Kartengrundkorper zu erreichen, vgl Spalte 4 Zeilen 19 bis 44 iVm Figur 3 und 4.

Im Hinblick auf diesen ausdrucklichen Hinweis in der Druckschrift E1, zum Einbau
in den Kartengrundkoérper das Chipmodul auf etwa 170°C aufzuheizen, kann dem
Einwand der Einsprechenden nicht gefolgt werden, dass bei dem bekannten Chip-
modul eine thermisch abgekoppelte, "warmeisolierte Insel", auf der das elektroni-
sche Bauelement (16) montiert ist, dadurch entstehe, dass das Material des Tra-
gerbandes (13) aus einem warmeisolierten Material, wie Polyimid, besteht (Spal-
te 3 Zeile 16) und die Metallflachen (11, 14) durch "Kanale" (nonconducting li-
nes 21) getrennt seien. Im ubrigen kann von einer "warmeisolierten Insel" bei die-
sem bekannten Chipmodulaufbau schon deswegen keine Rede sein, weil die Fi-
guren 2 bis 5 — wie aus der Schnittlinie lI-1l in Figur 1 hervorgeht — lediglich einen
Querschnitt des Kontaktlayouts quer zu dem oberen und unteren zentralen Metall-
kontakt, nicht aber in deren Langsrichtung zeigen, in der der obere und der Uber
die metallenen Durchkontaktierungen damit verbundene untere zentrale Metall-
kontakt eine Ublicherweise der Massekontaktierung dienende durchgehende elek-

trische und damit auch warmeleitende Verbindung aufweist.

Zu der im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gelehrten Erfindung gelangt der
Fachmann auch bei Einbeziehung der og Entgegenhaltungen E2, E3 und ES5 nicht

ohne erfinderisches Zutun.

Aus den US-Patentschriften 5 147 982 (= E2) und 5 057 460 (= E3) sind Chipmo-
dule zum Einbau in einem Kartengrundkoérper einer Chipkarte bekannt, bei denen
das elektronische Bauelement —im Unterschied zum Gegenstand des An-
spruchs 1 — jeweils innerhalb einer zentralen Offnung des die flachigen Metallkon-

takte tragenden Tragerelements unmittelbar, dh ohne Zwischenschaltung einer
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Warmeisolierschicht, mit dem zentralen Metallkontaktelement verbunden ist, nam-
lich gemal Druckschrift E2 durch Bonden oder Loten des elektronischen Bauele-
ments (26) auf dem zentralen Metallkontakt (12) (vgl dort insbesondere Spalte 4
Zeilen 59 bis 61 iVm Figur 4 bis 6) bzw gemald Druckschrift E3 mittels einer leiten-
den Klebstoffschicht (conducting glue 36) auf der zentralen Befestigungszo-
ne (fixing zone 34) des Kontaktelements (vgl dort Spalte 5 Zeile 57 bis 58 iVm
Figur 6).

Da in den beiden letztgenannten Entgegenhaltungen E2 und E3 weder eine War-
meisolierschicht zwischen dem zentralen Metallkontakt und dem darauf aufge-
brachten elektronischen Bauelement offenbart ist, noch das dem Streitpatent zu-
grundeliegende Problem der zu Delaminationen zwischen dem elektronischen
Bauelement und der Abdeckmasse filhrenden Erhitzung des elektronischen Bau-
elements beim Einbau des Chipmoduls in einen Chipkarten-Grundkorper mittels
eines beheizten Hohlstempels angesprochen ist, kann auch deren Einbeziehung
die im verteidigten Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1 gelehrte Erfindung nicht

nahelegen.

Letzteres gilt auch fur die Druckschrift E5, von der von der Einsprechenden ledig-
lich die Abbildung eines Kontaktlayouts eines Chipmoduls fur eine Chipkarte in

Draufsicht vorgelegt worden ist.

Die drei letztgenannten Entgegenhaltungen E2, E3 und ES sind von der Einspre-
chenden in der mundlichen Verhandlung im Zusammenhang mit dem Gegenstand

des Anspruchs 1 auch nicht aufgegriffen worden.

Das Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkorper einer Chipkarte mittels
eines beheizten Hohlstempels gemal Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher pa-

tentfahig.
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B2) Anspruch 4 nach Hilfsantrag 1

a) Die Neuheit des Chipmoduls gemaf Anspruch 4 nach Hilfsantrag 1 gegen-
uber der alteren Patentanmeldung E4 ergibt sich ohne weiteres daraus, dass das
elektronische Bauelement nicht, wie in E4 offenbart, auf dem zentralen Metallkon-
takt innerhalb einer Offnung des Tragerbandes, sondern auf dem Tragerband auf
dessen den Metallkontakten gegenuberliegender Seite aufgebracht ist, wie dies im
diesbezuglichen dritten Merkmal des Anspruchs 4 gemaly Hilfsantrag 1 gelehrt

wird.

Gegenuber den vorverodffentlichten Druckschriften E1 bis E3 und E5 ist der Ge-
genstand des Anspruchs 4 neu, weil keine dieser Druckschriften ein Chipmodul
mit einem flexiblen Tragerband offenbart, auf dem auf dessen einer Seite das
elektronische Bauelement und auf dessen anderer Seite flachige Metallkontakte

mit innerhalb deren Flachen vorgesehenen Aussparungen aufgebracht sind.

b) Aus der von der Einsprechenden zum Anspruch 4 genannten US-Patent-
schrift 5 147 982 (= E2) ist ein Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkorper
einer Chipkarte bekannt, bei dem das elektronische Bauelement (26) — im Unter-
schied zum Gegenstand des Anspruchs 4 gemal Hilfsantrag 1 — innerhalb einer
zentralen Offnung (22) des flexiblen Tragerbandes (perforated plastic strip of di-
electric screens 20) auf dem zentralen Metallkontakt (12) aufgebracht ist, vgl dort
Figur 1a bis Figur 6 mit zugehoriger Beschreibung Spalte 3 Zeile 44 bis Spalte 5
Zeile 63. Auch fehlen bei diesem bekannten Chipmodul Aussparungen innerhalb
der Flache der Metallkontakte (12, 14), wie dies im letzten Merkmal des An-

spruchs 4 gelehrt wird.

Zwar weist der das elektronische Bauelement tragende zentrale Metallkontakt (12)
zwischen seinem Tragteil und seinem elektrischen Zuflihrungsteil eine Verengung
auf; ein Zusammenhang dieses speziellen Kontaktlayout-Designs mit einer Unter-

bindung des Warmeflusses in Richtung auf das zentral montierte elektronische
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Bauelement beim Einbau des Chipmoduls in eine Chipkarte ist jedoch in dieser
Druckschrift nicht erwahnt und fur den Fachmann — ohne Kenntnis der Erfindung —
auch nicht ersichtlich, zumal noch nicht einmal das zugrundeliegende Problem der
Delamination zwischen dem elektronischen Bauelement und seiner Abdeckmasse

beim Chipmoduleinbau angesprochen ist.

Aus diesem Grund hatte der Fachmann auch keinen Anlaf3, das Kontaktlayout-De-
sign des aus E2 bekannten Chipmoduls durch ein anderes, aus der Druck-
schrift E5 bekanntes Kontaktlayout-Design zu ersetzen, dessen zentrales Kontakit-
element zwar Aussparungen innerhalb der Flache aufweist, deren Funktion aber

mangels jeglicher Beschreibung offen bleibt.

Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass der Fachmann — aus welchen Grin-
den auch immer — bei einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen E2 und E5
die dort gezeigten Kontaktlayouts "austauscht”, so erschlie3t sich dem Fachmann
jedenfalls nicht in naheliegender Weise die weitergehende Lehre des Anspruchs 4
gemal Hilfsantrag 1, namlich das elektronische Bauelement auf dem Tragerband
auf dessen den Metallkontakten gegenuberliegenden Seite, dh auf einer Isolier-
schicht aufzubringen, um so — zusammen mit den innerhalb der Metallkontaktfla-
che vorgesehenen Aussparungen — den Warmeflul} eines ringformig im Aul3enbe-
reich der Metallkontakte aufzusetzenden Hohlstempels in Richtung auf das zentral

montierte elektronische Bauelement zu unterbinden.

Flr diese entscheidungserhebliche Merkmalskombination, die zu der angestrebten
thermischen Entkopplung des elektronischen Bauelements beim Einbau des Chip-
moduls in den Kartengrundkorper einer Chipkarte mittels eines beheizten Hohl-
stempels fuhrt, geben auch die oben abgehandelten Druckschriften E1 und E3 kei-
ne Anregung, wie aus den entsprechenden Ausfuhrungen im Zusammenhang mit
dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hervorgeht. Die Entgegenhaltungen E1 und

E3 sind von der Einsprechenden in der mundlichen Verhandlung im Zusammen-
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hang mit dem Anspruch 4 gemal} Hilfsantrag 1 im Ubrigen auch nicht aufgegriffen

worden.

Demnach ist auch das Chipmodul zum Einbau in einem Kartengrundkorper einer

Chipkarte nach dem nebengeordneten Anspruch 4 gemal} Hilfsantrag 1 patentfa-

hig.

B3) Im Zusammenhang mit dem verteidigten Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag 1 haben auch die darauf zurlickbezogenen geltenden Unteranspriche 2
und 3 Bestand, die vorteilhafte und nicht selbstverstandliche Ausfuhrungsformen

des Gegenstandes nach dem Hauptanspruch betreffen.

4) Die geltende Beschreibung, in der das Ausfuhrungsbeispiel gemal Figur 3
der Streitpatentschrift gestrichen worden ist, erfullt die an sie zu stellenden Anfor-
derungen hinsichtlich der Wiedergabe des Standes der Technik, von dem die Er-
findung ausgeht und — iVm der Zeichnung — hinsichtlich der Erlauterung des bean-
spruchten Chipmoduls zum Einbau in einem Kartengrundkoérper einer Chipkarte

mittels eines beheizten Hohlstempels.

Dr. Beyer Dr. Meinel Gottschalk Knoll

Ko



